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弊社の新しい高密度 (HD)+ カードエッジコネクタは、市場最大クラスの高電流密
度 15A/2.54mm を供給し、データセンタ機器の2,000 ～ 3,000W の電源に対応し
ます。二層のDC パワーコンタクトと貫通ピンを備えた比類なき設計は、低接触抵
抗を保証し、より高い電流の供給に役立つプリント基板に、多数からなる嵌合/接
点を提供しています。信号ピッチは 1.27mm で、業界標準の PCB フットプリン
トに適合しています。

主な特徴 ターゲットアプリケーション 仕様

・非常に高い電流密度
・低接触抵抗
・汎用 PCB フットプリント

• サーバー
• スイッチ
• ストレージデバイス

• 定格電圧：100V

• 定格電流：30A/コンタクト
(トータル 14 コンタクト)

• 接触抵抗：初期 0.4 mΩ
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詳細 : Eカード 製品ウェブページ フライヤー 型番リスト

https://www.te.com/content/dam/te-com/documents/consumer-devices/global/hdpluscardedge-ecard.pdf
https://www.te.com/usa-en/products/connectors/pcb-connectors/card-edge-connectors/intersection/hd-card-edge.html
https://www.te.com/content/dam/te-com/documents/datacomm/usa/high-density-plus-card-edge-connectors-flyer-EN.pdf
https://www.te.com/content/dam/te-com/documents/consumer-devices/global/hdpluscardedge-partslist-cf.xlsx
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